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About Cautions
A CAUTION: A CAUTION indicates a potential for property damage, personal injury, or death.

Installation Instructions AMD™ Qpteron™ 2000
and 8000 Series Processors

A CAUTION: Any installation that requires removal of the system cover is intended solely to be performed

&

by trained service technicians. See your Product Information Guide for complete information about safety
precautions, working inside the computer, and protecting against electrostatic discharge.

NOTICE: When installing or removing a processor, follow these guidelines to avoid damaging the pins in
the processor socket. Bending the pins can permanently damage the socket and system board. For complete
installation and removal procedures, see "Installing System Components" in the system Hardware Owner's Manual.

NOTE: Ensure that the system board is installed in the chassis before installing the DIMMs or the processor.

Note the position of the socket keys. Positioning the processor incorrectly can permanently damage
the system board or the processor when you turn the system on. See Figure 1.

Do not use force to seat the processor. When the processor is positioned correctly, it fits easily into
the socket.

Never press on the processor shield or the processor surface when closing the release lever.

Opening the Processor Socket Lever

When removing or installing the processor, be sure to position your finger or thumb firmly on the socket
release lever and control the lever when releasing it so that the lever does not spring up suddenly.

The lever locks down the processor with considerable force to ensure a good socket connection.
Releasing the lever without control can cause the lever to spring up suddenly and forcefully.
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Figure 1. Installing the Processor

1 processor 2 socket cover 3 socket-release lever
(remove if present)

4 socket 5  processor shield 6  socketkeys(2)

Applying Thermal Grease (If Required)

Thermal grease acts as a thermal conductor and fills the gaps between the heat sink and the processor.
If you do not receive a heat sink with pre-applied thermal grease with your processor kit, perform
the following procedure to apply thermal grease. See Figure 2.

A CAUTION: Avoid skin contact with the thermal grease. Do not ingest the grease.
o NOTICE: To avoid damaging components, keep the thermal grease away from electrical traces, pins, and leads.

Q NOTE: See "Installing System Components” in your Hardware Owner’s Manualfor instructions on removing
and installing heat sinks and processors.

Q NOTE: Ensure that you take all necessary precautions to prevent the CPU socket cover from popping off
the processor.

1 Remove the heat sink and the processor.

2 Using a clean, lint-free cloth, remove the existing thermal grease from the heat sink that you removed.



Install the new processor.

Open the grease packet included with your processor kit and apply the thermal grease evenly to the top
of the processor.

Q NOTE: To keep thermal grease from overflowing into the processor socket, use only the amount of thermal grease
needed to complete three small spirals when you perform the following step.

5 Use the enclosed applicator to apply the grease to the processor in three small, even spirals.

Figure 2. Applying Thermal Grease to the Processor

1  processor 2 applicator

6 Replace the heat sink.

The enclosed applicator is intended for one-time use only. Dispose of the applicator after you use it

Information in this document is subject to change without notice.
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Figure 1. Installation du processeur

1 Processeur 2 Plaque de fermeture du support 3 Levier d'éjection
(a retirer si installée)

4 Support 5 Cadre de protection du processeur 6 Repeéres (2)

Application d'une couche de pate thermique (si nécessaire)

La pate thermique fait office de conducteur et remplit les espaces entre le dissipateur de chaleur et
le processeur. Si un dissipateur de chaleur enduit de pate thermique n'est pas fourni dans votre kit

d'installation de processeur, effectuez les opérations suivantes pour appliquer la pate thermique.
Voir la figure 2.

A PRECAUTION : évitez tout contact avec la pate thermique. Cette derniére ne doit pas étre ingérée.

o AVIS : pour éviter d'endommager les composants, maintenez la pate thermique a I'écart des pistes des circuits
imprimés et des broches.

Q REMARQUE : voir “Installing System Components” (Installation des composants du systéme) dans le document
Hardware Owner's Manua/(Manuel du propriétaire) pour obtenir les instructions de retrait et d'installation des
dissipateurs de chaleur et des processeurs.

Q REMARQUE : vérifiez que vous avez pris toutes les précautions nécessaires pour empécher que la plaque qui
recouvre le processeur ne s'ouvre.



1 Retirez le dissipateur de chaleur et le processeur.

2 Alaide d'un chiffon propre et non pelucheux, enlevez la pate thermique qui recouvre le dissipateur
de chaleur que vous venez de retirer.

Installez le nouveau processeur.

Ouvrez le paquet de pate thermique fourni avec le kit du processeur et appliquez-en une couche
réguliere sur le dessus du processeur.

Q REMARQUE : pour éviter que la pate thermique déborde dans le support, n'utilisez que la quantité nécessaire
pour I'appliquer en trois petites spirales, comme indiqué dans I'étape suivante.

5 Utilisez l'applicateur fourni pour étaler la pate thermique sur le processeur en trois petites spirales
de taille et d'épaisseur régulieres.

Figure 2. Application d'une couche de pate thermique sur le processeur

1 Processeur 2 Applicateur

6 Réinstallez le dissipateur de chaleur.

L'applicateur ne doit étre utilisé qu'une seule fois. Jetez-le apres utilisation.

L esinfor mations contenues dans ce document peuvent étre modifiées sans préavis.
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Warnhinweise

A VORSICHT: Hiermit werden Sie auf eine potentiell gefahrliche Situation hingewiesen, die zu Sachschéden,
Verletzungen oder zum Tod fiihren kdnnte.

Installationsanleitung fiir Prozessoren
der Reihen AMD™ Qpteron™ 2000 und 8000

& VORSICHT: Alle Installationsvorgénge, bei denen die Systemabdeckung entfernt werden muss, sind
ausschlieBlich von qualifizierten Servicetechnikern durchzufiihren. Ausfiihrliche Informationen zu den
Sicherheitsvorkehrungen beim Arbeiten im Innern des Computers und zum Schutz vor elektrischer Entladung
finden Sie im Produktinformationshandbuch.

o HINWEIS: Beachten Sie beim Ein- und Ausbauen eines Prozessors die vorliegenden Richtlinien, um Schiden an
den Kontaktstiften des Prozessorsockels zu vermeiden. Durch ein Verbiegen der Kontaktstifte konnen der Sockel
und die Systemplatine dauerhaft beschéadigt werden. Eine vollstdndige Anleitung zum Ein- und Ausbau finden Sie
im Hardware-Benutzerhandbuch unter ,Installieren von Systemkomponenten®”.

Q ANMERKUNG: Vergewissern Sie sich vor dem Einbau der DIMM-Module bzw. des Prozessors, dass die System-
platine im Gehé&use installiert ist.

*  Achten Sie auf die Position der Passungen am Sockel. Wenn der Prozessor falsch eingesetzt wird,
kann dies beim Einschalten des Systems eine dauerhafte Beschidigung der Systemplatine oder
des Prozessors zur Folge haben. Siche Abbildung 1.

*  Wenden Sie beim Einsetzen des Prozessors keine Kraft an. Wenn der Prozessor korrekt positioniert ist,
passt er ohne Kraftaufwand in den Sockel.

o Uben Sie beim SchlicBen des Sicherungshebels keinesfalls Druck auf die Prozessorabdeckung oder
die Oberfliche des Prozessors aus.

Losen des Sicherungshebels fiir den Prozessorsockel

Legen Sie beim Aus- oder Einbauen des Prozessors Thren Finger oder Daumen fest auf den Sicherungs-
hebel des Prozessorsockels und achten Sie beim Losen des Hebels darauf, dass er nicht plétzlich
hochschnellt. Der Hebel bt erhebliche Kraft auf den Prozessor aus, um eine gute Verbindung mit dem
Sockel zu gewihrleisten. Wenn der Hebel ohne ausreichende Sicherung gelgst wird, kann er unvermittelt
und heftig aufspringen.
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Abbildung 1. Prozessor installieren

1 Prozessor 2 Sockelabdeckung (muss vor 3 Sicherungshebel des Sockels
dem Einsetzen entfernt werden)

4 Sockel 5 Prozessorabdeckung 6 Sockelpassungen (2)

Auftragen der Warmeleitpaste (falls erforderlich)

Wirmeleitpaste dient zur Wiarmeleitung und fillt die Zwischenrdume zwischen Kihlkérper und Prozessor
aus. Wenn sich auf dem Kithlkérper Thres Prozessorsatz nicht bereits aufgetragene Wirmeleitpaste
befindet, gehen Sie wie folgt vor, um die Wirmeleitpaste aufzutragen: Siche Abbildung 2.

A VORSICHT: Achten Sie darauf, dass die Warmeleitpaste nicht mit lhrer Haut in Beriihrung kommt und nicht
in lhren Mund gelangt.

o HINWEIS: Die Wirmeleitpaste darf nicht in Kontakt mit elektrischen Leiterbahnen, Kontakten und Leitungen
kommen, da andernfalls Komponenten beschadigt werden konnen.

Q ANMERKUNG: Eine Anleitung zum Aus- und Einbau von Kiihlkérpern und Prozessoren finden Sie im Hardware-
Benutzerhandbuch unter ,Installieren von Systemkomponenten”.

4 ANMERKUNG: Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Vorkehrungen getroffen haben, um zu verhindern,
dass die Abdeckung des CPU-Sockels vom Prozessor abspringt.



1 Entfernen Sie den Kiihlkérper und den Prozessor.

2 Entfernen Sie die vorhandene Wirmeleitpaste mit einem sauberen, fusselfreien Tuch von
dem ausgebauten Kithlkérper.

Installieren Sie den neuen Prozessor.

Offnen Sie die mit dem Prozessor-Einbausatz ausgelieferte Packung Wirmeleitpaste und tragen
Sie die Wirmeleitpaste gleichmiBig auf die Oberseite des Prozessors auf.

Q ANMERKUNG: Verwenden Sie beim folgenden Schritt nur so viel Warmeleitpaste, wie Sie fiir drei kleine Spiralen
bendtigen, um zu vermeiden, dass {iberschiissige Paste in den Prozessorsockel gelangt.

5 Tragen Sie die Wirmeleitpaste mit dem beigefiigten Applikator in drei kleinen, gleichmiBigen
Spiralen auf den Prozessor auf.

Abbildung 2. Auftrag der Warmeleitpaste auf den Prozessor

1 Prozessor 2 Applikator

6 Bauen Sie den Kiihlkérper wieder ein.

Der beigefiigte Applikator ist zur einmaligen Verwendung gedacht. Bitte entsorgen Sie thn,
nachdem Sie die Paste aufgetragen haben

Irrtimer und technische Anderungen vorbehalten.
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